
商品特性:
技術領域:

本產品用於電子行業,針對手提電腦,液晶顯示器, 手機….等現代高科技電子產品導熱板和熱交換器,其用途十分廣泛,是未來新型導
熱載體變格的發展方向,其利用空間在逐步拓寬,將成為電子行業親睞之物.

背景技術:
隨著電子技術不斷將更強大的功能集成到更小組件中,溫度控制已經成為設計中重要挑戰之一,即在架購緊縮,操作空間越來越小
的情況下,如何更有效地帶走更大單位功率所產生得熱量,設計者們一直致力于提高各類服務器的CPU速度和處理能力,這就需要微
處理器不斷地改善散熱性能.
但是在其它應用領域,諸如視頻遊戲控制台,圖像設備以及需要更高性能支持高清晰圖像的數位應用中,也有對更強的計算性能需
求.
於是,芯片製造商比以往任何時候更關注導熱材料(Thermally-Conductive Interface Materials , TIM)和其它能夠帶走多餘熱量技術,這
些熱量對組件穩定性和壽命均有反作用,眾所周知,接合處的操作溫度對電路(晶體管)的耐用性有極大影響,溫度小幅度降低(10℃-
15℃)便能夠使設備壽命增加兩倍,此外,更低的操作溫度同樣能縮短訊號延遲 , 從而有助于提高處理速度 , 此外 , 更低的溫度還能
減少設備的閒置功率耗散(耗散功率) , 能減少總功率耗散熱.
由於石墨具有特殊的原子結構 , 石墨晶體的機械強度高 , 結晶性好 , 柔性好 , 可以拉升至各種尺寸 , 耐高溫 , 深冷性特好 , 導熱 , 導
電性能優良 , 化學穩定性強….等一系列特殊的理化性能 , 本身具有一定的柔軔性 , 很好得貼合功率器件 , 從而達到最好的導熱及
散熱目的 , 完全能符合目前電子行業對導熱材料的要求 .
目前敝公司之高導熱膜 , 最薄可達0.012m/m , 導熱系數最高為1900w/m.k , 為目前電子產品之薄型化及輕量化提供了可能 , 高導
熱板具有良好的再加工性 , 可根據用途與PET等其它薄膜類材料複合或塗膠 , 亦可裁切沖壓成任意形狀 , 可多次彎折 , 將點熱源轉
換成面熱源 , 快速將熱傳導至離發熱體 , 非常適用於目前高效功率/高功率之智慧手機,LED,液晶面板,平板電腦,筆記型電腦…..等3C
產品 .

產品數值:
銅導熱質 400 石墨 405
高密度石墨導熱板 純度 99.999 無硫含CL 7 ppm以下
耐溫3200度C (無氧) , 正常600度C開使氧化
抗拉度 10��12MPA
石墨導熱板是可以阻擋電磁波的，也是防輻射的，同時也可以吸收雷達波的.

熱澎脹率 14℃ 1,000℃ 10-6在400℃基本上沒有變化.

石墨導熱板


